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CCD Camera
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LL-100-F80 / PAR ( X X X© 0.35A 7 10W 1 1187114 62 /65 38 1/2
LL-150-F80 / PAR 0000 0.5A/ 15W 1 168 /160 62 /65 38 172
LL-200-F80 / PAR ( X X XO 0.5A/20W 1 2187214 62 /65 38 172
LL-300-F80 / PAR 0000 0.75A /7 30W 1 318/314 62 /65 38 172
LL-400-F80 / PAR 0000 1A/ 40W 1 418 /414 62 /65 38 1/2
LL-500-F80 / PAR 00O 1A/ 50W 1 518/514 62 /65 38 172
LL-200-F80 / PAR-L 0000 0.5A /7 20W 1 2187214 63 38 -
LL-300-F80 / PAR-L 00O 0.75A /7 30W 1 318/314 62 38 -
LL-400-F80 / PAR-L 0000 1A/ 40W 1 418 /414 61.8 38 -
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LL-400-W

Cling film packaging inspection
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LL-300-W

Wafer back side * check scratch

LL-300-W

Wafer top side * check pattern
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